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The invention concerns a method for producing, 
in a nomadic object (1 ) in the form of a credit 
card, interconnections between electronic 
components (2, 3 ? 5, 6, 7, 8) contained in said 
nomadic object (1). The nomadic electronic 
object (1) comprises two shells (1a, 1b) between 
which are inserted said electronic components (2, 
3, 5, 6, 7, 8) comprising electrical contact pads 
(9). The method comprises the following steps: 
printing a conductive layer (1d) on the inner 
surface of at least one of the shells (1a), at least 
at the site of the connections to be produced 
between said electronic components (2, 3, 5, 6, 
7, 8); applying the conductive layers (1d, 1c) of 
said shells (1a, 1b) on the electrical contact pads 
(9) of the electronic components (2, 3, 5, 6, 7, 8), 
in particular by conductive bonding and/or 
welding and/or soldering and/or pressure, 
thereby producing galvanic contacts. 




CD 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



Q 



O 
o 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2808395&F=0 



9/21/2005 



A 



1$) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



<5) N° de publication : 2 808 395 

(a n'utiliser que pour les 
cornmandes de reproduction) 

© N° d'enregistrement national : 00 05348 

© Int CI 7 : H 04 M 1/2745, H 04 R 3/00 



@ 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



(22) Date de depdt : 26.04.00. 
© Priorite: 



(43) Date de mise a la disposition du public de la 
demande : 02.1 1.01 Bulletin 01/44. 

@) Liste des documents cites dans le rapport de 
recherche prelimlnaire : Se reporter a la fin du 
present fascicule 

© References a d'autres documents nationaux 
apparentes : 



© Demandeur(s) : AUDIOSMARTCARD INTERNATIO- 
NAL SA Socie'te' anonyme — FR. 



© inventeur(s) : MOULIN JEAN et GAYET ALAIN. 



©Tltuiaire(s): 



© Mandataire(s) : CABINET PATRICE VIDON. 



< 

i 

m 

O) 
CO 

oo 
o 
oo 

CM 

ll 



£32P EDE P0UR REALISER, DANS UN OBJET ELECTRONIQUE NOMADE SE PRESENTANT SOUS LA 
FORME D UNE CARTE DE CREDIT, LES INTERCONNEXIONS ENTRE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
CONTENUS DANS LEDIT OBJET NOMADE. nw«.yuw 

La presente invention conceme un proced6 pour rea- 
lises dans un objet electronique nomade (1) se presentant 
sous la forme cfune carte de credit, les interconnexions en- 
tre des composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) contenus 
dans ledit objet nomade (1 ). 

L'objet electronique nomade (1 ) comprend deux coques 
(1a, 1b) entre lesquelles sont inseres lesdits composants 
electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) comportant des plots de con- 
tact electrique (9). 

Le procede comprend les etapes suivantes: 

- Petape d'imprimer une couche conductrice (1d) sur la 
face interne d'au molns une des coques (1a), au moins a 
Pemplacement des connexions a etablir entre lesdits com- 
posants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), 

- I'etape d'appliquer les couches conductrices (1d, 1c) 
desdites coques (1a, 1b) sur les plots de contact electrique 
(9) des composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), notam- 
ment par collage conducteur et/ ou par soudure et/ ou par 
brasure et/ ou par pression. 

Ainsi, des contacts galvaniques sont realises. 
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Precede pour realiser, dans un objet electronique nomade se 
presentant sous la forme d'une carte de credit, les interconnexions 
entre des composants electroniques contenus dans ledit objet nomade. 

Le domaine technique concerne par la presente invention est celui de 
la realisation des interconnexions entre les composants Electroniques 
contenus dans des objets nomades de petite taille. 

E est connu des objets nomades de petite taille. E>e tels objets 
nomades ont notamment ete decrits dans le brevet n° 9306679 du vingt 
neuf septembre mille neuf cent quatre vingt quinze et ayant pour titre 
"Dispositif de composition automatique de numeros de telephone*'. 
L'objet nomade decrit dans ce brevet permet a son possesseur de 
s'identifier de maniere sure et protegee aupres d'un systeme informatique 
interroge a distance. Pour ce faire, l'objet nomade est capable de memoriser 
un numEro de telephone et de le composer par synthese de frequence 
vocale. 

La production en grande serie d'un objet nomade suppose de 
concilier simultanement une cadence de production elevee, un cout de 
revient faible et une tres haute fiabilite. Ces trois parametres sont le plus 
souvent dependants du nombre de composants equipant ledit objet 
nomade et du nombre d'interconnexions qu'ils induisent Lorsqu'ils se 
presentent sous la forme d'une carte de credit, les objets nomades generent 
au surplus des contraintes physiques de format (carte de cr6dit) et 
d' epaisseur (0,8mm). 

S'agissant parti culierement de la realisation des interconnexions au 
sein d'un objet nomade ayant la forme d'une carte, on constate que deux 
couches topologiques d' interconnexions sont necessaires pour 
interconnecter entre eux les composants electroniques de la carte. Selon 
l'art ant6rieur, pour satisfaire cette contrainte, on utilise un circuit irnprimS a 
deux couches comprenant des trous metallises, ce qui permet de realiser les 
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Le procedE, selon 1'invention, comprend l'etape d'impiimer une 
couche conductrice sur la face interne d'au moins une des coques, au 
moins k V emplacement des connexions a etablir entre lesdits composants 
electroniques. 

Leproc6d6, selon Finvention, comprend en outre l'etape d'appliquer 
les couches conductrices desdites coques sur les plots de contact 
electrique des composants electroniques, notamment par collage 
conducteur et/ou par soudure et/ou par brasure et/ou par pression. 

Ainsi, des contacts galvaniques sont realises entre les composants 
electroniques. 

Dans Ie cas oh les composants electroniques comportent des plots de 
contact Electrique sur chacune de leur face, de preference le procedE 
comprend l'etape d'imprimer une couche conductrice sur les faces de 
chacune des deux coques entre lesquelles sont inseres lesdits composants 
electroniques. 

Dans ce meme cas, le procede comprend en outre l'etape d'inserer 
des elements intercalaires conducteurs entre les couches conductrices 
imprimees sur chacune des faces internes des deux coques. 

Ainsi, on peut etablir des liaisons Electriques entre les plots de contact 
situes sur Tune et/ou Fautre des faces des composants electriques. 

Avantageusement, le procede s' applique a la realisation d'une carte 
Emettrice de signaux telle que d6crite dans le brevet n° 9306679, ci-dessus 
mentionne. La carte emettrice de signaux comporte au moins les 
composants suivants : une pile, un microprocesseur, un emetteur de 
signaux. La pile et 1' emetteur de signaux sont interconnects au 
microprocesseur. 

De preference, la carte Emettrice de signaux comporte en outre un 
microphone interconnect^ au microprocesseur. 

De preference, la carte comporte en outre une entree hertzienne, 
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notamment une antenne, interconnectee au microprocesseur. 

De preference, la carte comporte en outre un contact a coupelle 
metallique interconnect^ au microprocesseur. 

L'invention concerne egalement un objet 61ectronique nomade se 
presentant sous la forme d'une carte de credit. 

Cet objet electronique nomade comprend des composants 
electroniques comportant des plots de contact electrique. 

II comprend en outre deux coques entre lesquelles sont inseres lesdits 
composants electroniques. 

II comprend en outre une couche conductrice imprimee sur la face 
interne d'au moins une des coques, au moins a 1'emplacement des 
connexions a etablif entre les composants electroniques. 

La couche conductrice de la coque est appliquee sur les plots de 
contact electrique des composants electroniques, notamment par collage 
conducteur et/ou par soudure et/ou par brasure et/ou par pression. 

Ainsi, des contacts galvaniques sont realises entre les composants 
electroniques. 

Dans le cas ou les composants electroniques component des plots de 
contact electrique sur chacune de leur face, de preference I'objet nomade 
comprend deux couches conductrices imprimees sur les faces internes de 
chacune des deux coques entre lesquelles sont inserees lesdits composants 
electroniques. 

Dans ce meme cas, I'objet nomade comprend en outre des elements 
intercalaires conducteurs inseres entre les deux couches conductrices. 
Ainsi, on peut etablir des liaisons electriques entre les plots de contact 
situes sur l'une et/ou l'autre des faces des composants electriques. 

Selon une variante de realisation de l'invention, I'objet electronique 
nomade se presente sous la forme d'une carte emettrice de signaux 
acoustiques. La carte comporte au moins les composants suivants : une 
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pile, un microprocesseur, un emetteur de signaux. La pile et I'emetteur de 
signaux sont interconnectes au microprocesseur via la ou Ies couches 
imprimees conductrices. 

De preference, selon cette variante de realisation de I' invention, la 
carte comporte en outre un microphone interconnecte au microprocesseur 
via la ou Ies couches imprimees conductrices. 

De preference, selon cette variante de realisation de I'invention, la 
carte comporte en outre une entree hertzienne, notamment une antenne, 
interconnected au microprocesseur, via la ou les couches imprimees 
conductrices. 

De preference, selon cette variante de realisation de I'invention, la 
carte comporte en outre un contact a coupelle metallique interconnecte au 
microprocesseur via la ou les couches imprimees conductrices. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront a 
la lecture de la description de variantes de realisation de I'invention, 
donnees a titre d'exemple indicatif et non limitatif, et de : 

la figure 1 presentant une vue en coupe d'un objet electronique 
nomade, selon 1'art anterieur. D comporte un circuit imprime comprenant 
deux couches topologiques d'interconnexions, 

la figure 2 presentant une vue en coupe d'un objet 61ectronique 
nomade, selon 1'art anterieur. n comporte un circuit imprime, largement 
opercuI6, ne comprenant qu'une seule couche d'interconnexions, 

la figure 3 presentant une vue en coupe d'un objet electronique 
nomade au sens la presente invention. Le circuit imprime a disparu. Les 
couches d'interconnexions sont imprimees directement sur les coques de 
1' objet nomade, 

la figure 4 pr6sentant une vue en coupe de la structure des coques de 
I'objet electronique nomade au sens la presente invention. 
On va maintenant decrire les figures. 
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La figure 1 presente une vue en coupe d'un premier objet 
electronique nomade 1, selon Fart anterieur. Entre les deux coques la, lb 
de Pobjet electronique nomade 1, on trouve un corps isolant 11 et deux 
couches d' interconnexions 14, 14a. Les composants electroniques 13 de 
P objet electronique nomade 1 sont colles et/ou soudes sur les couches 
d'interconnexions 14, 14a. Des trous metallises 10 permettent d'etablir une 
interconnexion entre les deux couches d' interconnexions 14, 14a. 

La figure 2 presente une vue en coupe d'un second objet 
Electronique nomade 1, toujours selon Part anterieur. Entre les deux 
coques la, lb de Pobjet electronique nomade 1, on retrouve un corps 
isolant 11. Ce corps isolant comporte un large opercule 12 en lieu et place 
des trous metallises 10. Ainsi, une seule couche d' interconnexions 14 suffit 
pour interconnecter les composants electroniques 13 contenus dans Pobjet 
electronique nomade 1. Des liaisons electriques 19, traversant Popercule 12 
permettent de connecter les composants electroniques 13a, situes sur la 
face lib du corps isolant 11, a la couche d' interconnexions 14. 

Sur la figure 3, on a repr6sente un objet electronique nomade 1 au 
sens de Pinvention. II se presente sous la foime d'une carte emettrice de 
signaux acoustiques. Cet objet electronique nomade 1 comporte deux 
coques la, lb. Entre ces deux coques la, lb, sont inseres des composants 
electroniques 2, 3, 5, 6, 7, 8. Au nombre de ces composants, on trouve: un 
microprocesseur 2, une pile 3, un Smetteur de signaux 5, un microphone 6, 
un contact a coupelle m6tallique 7, ainsi qu'une antenne hertzienne 8. Ces 
composants electroniques 2, 3, 5, 6, 7, 8 component des plots de contact 
electrique 9 sur chacune de leurs faces. 

La figure 4 represente la structure des coques la, lb. Hies sont 
realisees de manifcre identique dans un materiau transparent, notamment du 
polycarbonate, resistant aux rayures. Sur la face interne de la coque la sont 
imprimees successivement plusieurs couches : quatre couches de couleur 
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15, une couche de blanc rSflechissant 16 destinee & reflechir les couches de 
couleur 15, une couche de gris opacifiant 17 destinee a rendre la coque 
opaque aux objets situes en dessous d'elle et une couche conductrice Id, 
permettant d'interconnecter les composants electroniques 8, 2, 3, 5, 6, 7, 
entre eux. Une couche isolante 18 est enfin rajoutee a T emplacement de 
certaines zones afm de les isoler. En effet, il peut etre utile dans certaines 
configurations topologiques, d'isoler la couche conductrice Id afin d'eviter 
des courts-circuits indesirables avec des parties conductrices des 
composants electroniques 8, 2, 3, 5, 6, 7. 

Sur la face interne de la coque lb, on retrouve un empilement de 
couches similaire, notamment une autre couche conductrice lc. 

Les couches conductrices Id, lc, de chacune des faces internes la et 
lb, sont appliquees sur les plots de contact electrique 9 des composants 
electroniques 8, 2, 3, 5, 6, 7, notamment par collage conducteur et/ou par 
soudure et/ou par brasure et/ou par pression. La pile 3 peut ainsi alimenter 
en energie les composants electroniques 8, 2, 5, 6, 7. 

Entre les couches conductrices Id, lc, sont inseres des elements 
intercalates 4 conducteurs, en contact avec les couches conductrices Id, 
lc. Ces elements intercalates 4 permettent de realiser des liaisons 
electriques entre les plots de contact 9 situes sur les faces opposees des 
composants electroniques 8, 2, 3, 5, 6, 7. Les couches conductrices Id, lc 
permettent de realiser des contacts galvaniques entre les composants 
electroniques 8, 2, 3, 5, 6, 7 contenus dans Tobjet electronique nomade L 
Ainsi, via les couches conductrices Id, lc, la pile 3, Pemetteur de signaux 5, 
le microphone 6, 1'antenne 8 et le contact a coupelle metallique 7 sont 
interconnect6s au microprocesseur 2. 
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Revendications. 

1. Proc6d€ pour realiser, dans un objet electronique nomade (1) se 
presentant sous la foraie d'une carte de credit, les interconnexions entre 
des composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) contenus dans ledit objet 
nomade (1) ; 

ledit objet electronique nomade (1) comprenant deux coques (la, lb) entre 
lesquelles sont inseres lesdits composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) 
comportant des plots (9) de contact electrique ; 
ledit procede comprenant les etapes suivantes : 

- l'6tape d'imprimer une couche conductrice (Id) sur la face interne 
d'au moins une des coques (la), au moins a 1'emplacement des connexions 
a etablir entre lesdits composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), 

- 1'etape d'appliquer les couches conductrices (Id, lc) desdites 
coques (la, lb) sur les plots (9) de contact electrique des composants 
electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), notamment par collage conducteur et/ou par 
soudure et/ou par brasure et/ou par pression, 

(de sorte que des contacts galvaniques sont realises). 
2. Procede selon la revendication 1 ; lesdits composants electroniques (2, 3, 
5, 6, 7, 8) comportant des plots (9) de contact electrique sur chacune de 
leur face ; 

ledit procede comprenant : 

- 1'etape d'imprimer une couche conductrice (Id, lc) sur les faces de 
chacune des deux coques (la, lb) entre lesquelles sont inseres lesdits 
composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), 

- 1'etape d'inserer des elements intercalates (4) conducteurs entre les 
couches conductrices (Id, lc) imprimees sur chacune des faces internes des 
deux coques (la, lb), 

(de sorte que Von pent itdblir ainsi des liaisons ilectriques entre les 
plots de contact situis sur I'une et/ou I'autre des faces des composants 
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ilectriques). 

3* Application du proc6de selon Tune quelconque des revendications 1 i2 
a la realisation d'une carte emettrice de signaux ; ladite carte comportant 
au moins les composants suivants : 
• une pile (3), 

- un microprocesseur (2), 

- un 6metteur de signaux (5), 

ladite pile (3) et ledit emetteur de signaux (5) etant interconnects audit 
microprocesseur (2). 

4. Application selon la revendication 3 ; ladite carte comportant en outre : 

- un microphone (6) interconnect^ au microprocesseur (2). 

5. Application selon Tune quelconque des revendications 3 ou 4 ; ladite 
carte comportant en outre : 

- une entree hertzienne, notamment une antenne (8), interconnects 
au microprocesseur (2). 

6. Application selon Tune quelconque des revendications 3 a 5 ; ladite 
carte comportant en outre : 

- un contact a coupelle metallique (7) interconnects au 
microprocesseur (2). 

7. Objet electronique nomade (1) se presentant sous la forme d'une carte 
de credit ; ledit objet electronique nomade comprenant : 

- des composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) comportant des plots 
(9) de contact electrique, 

- deux coques (la, lb) entre lesquelles sont inserts lesdits composants 
electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), 

- une couche conductrice (Id) imprimee sur la face interne d'au moins 
une des coques (la), au moins a V emplacement des connexions a etablir 
entre lesdits composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) ; 

- ladite couche conductrice (Id) de ladite coque (la) etant appliqu6e 
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sur les plots (9) de contact electrique des composants electroniques (2, 3, 5, 
6, 7, 8), notamment par collage conducteur et/ou . par soudure et/ou par 
brasure et/ou par pression, 

(de sorte que des contacts galvaniques sont realises). 

8. Objet electronique nomade (1) selon la revendication 7; lesdits 

composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8) comportant des plots (9) de 

contact electrique sur chacune de Ieur face ; 

ledit objet electronique nomade (1) comprenant : 

~ deux couches conductrices (Id, lc) imprimees sur les faces internes 
de chacune des deux coques (la, lb) entre Iesquelles sont ins€r6s lesdits 
composants electroniques (2, 3, 5, 6, 7, 8), 

- des elements intercalates (4) conducteurs inseres entre les deux 
couches conductrices (Id, lc), 

(de sorte que Von peut etablir ainsi des liaisons electriques entre les 
plots de contact situes sur I'une et/ou V autre des faces des composants 
electriques). 

9. Objet electronique nomade (1) selon Tune quelconque des 
revendications 7 ou 8 se presentant sous la forme d'une carte emettrice de 
signaux acoustiques ; ladite carte comportant au moins les composants 
suivants : 

- une pile (3), 

- un microprocesseur (2), 

- un emetteur de signaux (5), 

ladite pile (3) et ledit emetteur de signaux (5) etant interconnects audit 
microprocesseur (2) via ladite ou lesdites couches imprimis conductrices 
(Id, lc). 

10. Objet electronique nomade (1) selon la revendication 9 ; ladite carte 
comportant en outre un microphone (6) interconnect^ au microprocesseur 
(2) via ladite ou lesdites couches imprimees conductrices (Id, lc). 



11 



2808395 



11. Objet electronique nomade (1) selon Fune quelconque des 
revendications 9 ou 10 ; ladite carte comportant en outre : 

- une entree hertzienne, notamment une antenne (8), interconnectee 
au microprocesseur (2). 

12. Objet Electronique nomade (1) selon Tune quelconque des 
revendications 9 a 11 ; ladite carte comportant en outre un contact a 
coupelle m&allique (7) interconnect au microprocesseur (2) via ladite ou 
lesdites couches imprimees conductrices (Id, lc). 
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